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中文摘要

本研究以國內某大 300mm 晶圓廠為研究對象，欲利用模擬實驗來探討機台派工

與搬運派車之相互運作關係。第一年度計畫為利用 eM-Plant 物件導向模擬軟體進行

模式之建構，為根據 UML 物件導向方法論所提供的使用案例圖(Use Case Diagram)

及類別圖(Class Diagram)進行系統行為及類別結構分析，進一步發展出機台派工與搬

運派車間的推拉(Push & Pull)關係，並規劃出建構此晶圓廠所需的物件類別。

英文摘要

The operation between machine dispatching and vehicle dispatching in a 300mm

wafer fab from Taiwan was evaluated by a discrete event simulation model built using the

object-oriented simulation software eM-Plant TM. The model built based on the analysis of
Use Case Diagram and Class Diagram which provided by UML methodology. From the

analysis of Use Case Diagram we obtain the Push & Pull operation of dispatching, and

outline the object required in the model according to the Class Diagram analysis.

關鍵字：晶圓廠、機台派工、搬運派車

1. 前言

300mm 晶圓廠的設施規劃，為各區生產機台與 interbay 及 intrabay 搬運系統軌

道所組成的生產及搬運系統，尤其在 interbay 與 intrabay 軌道直接連接的全自動搬運

環境下，衍生了多項生產及搬運作業在現場執行控制面的相關議題。

晶圓製造過程，由生產及搬運系統的共同運作來完成，在生產及搬運系統中，

皆存在派工(dispatch)的問題。生產系統中，為機台與晶圓批間的派工；搬運系統中，

為搬運車與晶圓批間的派車(本研究分別定義為機台派工(Machine Dispatch；MD)問

題及搬運派車(Vehicle Dispatch；VD)問題)。然而，以往評估晶圓廠現場的派工績效，

皆將生產面的機台派工(MD)與搬運面的搬運派車(VD)分別探討，但派工與派車的運

作及績效是相互影響的。過去觀念，製造以生產為主，將搬運視為全力支援的系統，

但殊不知若派工不考量派車情況，會導致搬運車無法有效支援，甚因派工不當導致

搬運系統中交通壅塞，使即使是較佳的派工法則，也無法將加工批及時搬運到達；

若派車僅考慮搬運績效而造成加工批延遲搬運，則導致機台閒置及產能損失。因此

將派工與派車同時探討，是現場控制面值得研究的議題。

然而半導體製造程序複雜，影響派工及派車的變數極多，決策者往往無法從收

集的龐大資料中，有效地察覺可能導致指派不佳或有效指派的原因。因此藉由資料

挖礦技術，對現存資料轉換成有用的資訊，為擷取出合適之整合性法則的有效方法。

2. 研究目的

基於上述研究背景與動機，本研究將以國內某 300mm 半導體晶圓廠為對象並建

構模擬模式，針對全自動化生產環境下，執行控制面之機台派工與搬運派車進行探
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討。進一步利用資料挖礦中的決策樹分析技術，評估出動態環境下的機台派工及搬

運派車的依據。根據計劃書之規劃，本研究第一年期之目的為：

(1) 針對機台派工與搬運派車的問題，藉由文獻回顧及與國內某 300mm 晶圓製造廠

之製造部門之訪談，作確實的瞭解並釐清問題點。

(2) 建構涵蓋生產及搬運系統之晶圓廠模擬模式。過程中應用統一化模式語言

(Unified Modeling Language, UML)方法論提供之使用案例圖(Use Case Diagram)

進行整合式派工系統的行為分析，以及利用類別圖(Class Diagram)分析來架構模

擬模式中的所需物件類別。最後利用物件導向模擬軟體 eM-Plant 4.6 進行構模。

3. 文獻探討

晶圓製造廠各生產區之機台派工相關文獻，可整理為幾類問題：

 黃光區：(1)關鍵層綁機、(2)光罩排程、(3)重工。

(Akcalt et al.，2001, 黎翠綾，2000, 楊桂峰，2003)

 蝕刻區：(1)濕蝕刻集批、(2)至下一道(爐管)製程等候時限。

(Wolfgang Scholl 和 Joerg Domaschke，2000)

 爐管區：(1)爐管集批、(2)進爐管前等候時限、(3)爐管製程備管。

(Weng et al.，1993, Wolfgang Scholl 和 Joerg Domaschke，2000)

搬運派車之問題，則以 Egbelu, P. J.和 Tanchoco, J. M. A.於 1984 定義出兩大類

問題：(1)以工作站(機台)起始之任務指派問題，(2)以搬運車為起始之任務指派問題

為主，後續更有多位作者延續並研究相關法則。相關探討請參考本研究之計畫書。

本期中報告文獻探討重點，為回顧應用於建構本研究對象之目標系統的物件導

向方法論。在多種方法論中，由世界級物件導向方法研究機構 Rational 軟體公司於

1996 整合三位物件導向方法論大師 Booch、Rumbaugh 及 Jacobson 所提出的

Booch(1994) 、 OOSE(Object-Oriented Software Engineering, 1991) 、 OMT(Object

Modeling Technique, 1991)方法論，成為統一化模式語言(Unified Modeling Language,

UML)。亦由國際物件管理組織(Object Management Group, OMG)於 1997 年 11 月接

受為物件導向之標準模式語言，成為設計者共同語言。而以物件(object)為中心的物

件導向技術，強調物件及系統的可再利用、可擴充、易維護等特性(郭曜賑，1999)。

UML 是一種模式語言，其並非程式語言也不是一種設計方法(Method)。一般而

言，方法至少要包括一個模式語言及一個程序(process)。模式語言是一種大部分利

用"圖形"的方式來把設計表達出來的表示法；程序則是指在設計過程中這個方法所

建議採用的進行步驟(Martin Fowler & Kendall Scott，1998)。

UML 基本上是將系統視覺化和文件規格所用的符號加以統一，其模型的觀點，

取決於不同的使用者是以哪種觀點來檢視系統的結果；不同的觀點來檢視所發展的

軟體系統，其所需要的圖表也不同。UML 的五種模型觀點及提供的九種圖形如表 1。

其中，UML 的關鍵特性之ㄧ就是其以使用案例圖以擷取系統的功能需求，也是系統

發展其他工作的基礎(Kendall Scott & Martin Fowler，2001)。
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表 1 UML 各觀點所使用之各種圖形 (張正源，2005、吳仁和，2005)
觀點(view) 圖形(diagram) 功能
使用者模型 使用案例圖(Use Case Diagram) 系統行為者與系統之間之互動行為關係。

類別圖(Class Diagram) 物件類型之結構上的關連。
結構模型

物件圖(Object Diagram) 系統於某一時間點的靜態資料結構。

循序圖(Sequence Diagram)
系統運作時，物件間的動態互動行為。著重時
間先後順序

合作圖(Collaboration Diagram)
系統運作時，物件間的動態互動行為。著重相
關物件間的連結結構。

狀態圖(State Diagram) 物件在其生命周期中的狀態變化。

行為模型

活動圖(Activity Diagram) 執行某一作業行為中之活動、轉換與條件。
實作模型 元件圖(Component Diagram) 系統設計過程中，各類別與物件的配置。

環境模型 佈署圖(Deployment Diagram)
系統各軟體元件的配置、關聯，及同一處理器
內執行處理的時程安排等。

本研究中將應用使用案例圖(Use Case Diagram)進行整合式派工系統的行為分

析，以及利用類別圖(Class Diagram)分析來架構模擬模式中的所需物件類別，因此僅

於文中簡介該兩圖的功能及基本特性。

使用案例圖是引用 Jacobson 方法中的使用個案模式，為一種使用者需求表達的

塑模工具，是由使用者的觀點來描述系統行為者與系統間的互動關係。使用案例圖

是系統內一連串動作的集合，包括行為者(actor)及使用案例(use case)。

 行為者：使用者在系統中所扮演的一個角色，是環境中與系統有互動關係的人

或事物、實行使用案例的人或事物。

 使用案例：行為者為達某些特殊目的，在系統內所執行的一連串行動。

一個行為者可以實行許多個使用案例，而一個使用案例可由許多個行為者來實

行它。從內部觀點來看，使用案例圖可描述使用案例如何運作(how)；從外部觀點來

看，可以描述使用案例在做什麼(what)。行為者、使用案例的表示法如圖 1。

行為者1

使用案例1

行為者2

使用案例2

使用案例4

使用案例3

《include》

《include》

《extend》

行為者3

使用案例5

子使用案例-1

子使用案例-2

《include》 《extend》
包含關係 擴充關係 一般化關係

行為者1行為者1

使用案例1使用案例1

行為者2行為者2

使用案例2使用案例2

使用案例4使用案例4

使用案例3使用案例3

《include》

《include》

《extend》

行為者3

使用案例5

子使用案例-1

子使用案例-2 行為者3行為者3

使用案例5

子使用案例-1

子使用案例-2

使用案例5使用案例5

子使用案例-1子使用案例-1

子使用案例-2子使用案例-2

《include》 《extend》
包含關係 擴充關係 一般化關係

《include》《include》 《extend》《extend》
包含關係 擴充關係 一般化關係

圖 1 使用案例圖表示法

使用案例圖中，除了行為者與使用案例的一般連結關係外，另有使用案例間的

包含(include)關係、擴充(extend)關係及一般化(generalization)關係。以圖 1 為例之包

含(include)關係為，「使用案例 1」及「使用案例 2」會用到另一個使用案例「使用案
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例 3」。說明了因為「使用案例 1」及「使用案例 2」有共同情結(scenario)，因此把

共同情結獨立出來並命為「使用案例 3」，再加上包含(Include)關係；擴充(extend)關

係為「使用案例 4」在某種情況，會被插入另外一個使用案例「使用案例 2」；一般

化(generalization)關係表示為各使用案例間的繼承關係，子使用案例(「子使用案例

-1」、「子使用案例-2」)會繼承父使用案例(「使用案例 5」)的行為，且子使用案例可

具有其個別的行為。

在介紹類別圖之前，首先說明物件(object)與類別(class)間的關係。物件在物件

導向系統中是基本的執行實體，其包含了屬性資料及作用於屬性資料的行為或方法

(method)。由程式設計者來看，物件就是一個程式模組；類別是一個抽象的名詞，

定義了一群具有共同特性的物件。因此類別是物件的抽象，物件是根據類別定義的

屬性所衍生出的實體(instance)。類別可以有子類別 (child class)及父類別(parent

class)，並形成階層(hierarchical)結構，而一般化(generalization)及特殊化(specialization)

是在建立父子類別關係中的主要觀念。另外，繼承性(inheritance)是父類別與子類別

間共享屬性和方法的機制(林則孟，2001、張正源，2005)。

交通工具

陸上交通工具 海上交通工具 空中交通工具

客機 直升機遊艇客船巴士 轎車

一般化

特殊化

(父類別)

(子類別) (父類別)

(子類別)

圖 2 類別階層與關係之例

類別圖(Class Diagram)則是顯示一群類別以及這些類別間的各種關係。當須顯示

發展中系統的結構，類別圖是最主要的作法。類別圖中類別的表示法如圖 3(a)，一

個簡單的例子如圖 3(b)。若只有類別，通常無直接用途，而類別間的各種關係才是

系統結構的基礎，其符號如圖 3(c)。

名稱 (class name)

屬性 (attribute)

操作 (operation)

(a) 名稱 (class name)

屬性 (attribute)

操作 (operation)

名稱 (class name)

屬性 (attribute)

操作 (operation)

(a) 汽車

屬性︰四個輪子

1. 向前開
2. 向後退
3. 煞車

操作︰

(b) 汽車

屬性︰四個輪子

1. 向前開
2. 向後退
3. 煞車

操作︰

汽車

屬性︰四個輪子

1. 向前開
2. 向後退
3. 煞車

操作︰

(b) (c) 關聯 (association)

聚合 (aggregation)

一般化 (generalization)

(c) 關聯 (association)

聚合 (aggregation)

一般化 (generalization)

圖 3 類別圖之表示法、例子及關連

根據類別圖之分析，除了可找出系統中的類別，亦可定義出類別間的關係，包

括階層結構(父子關係)及繼承關係，並進一步發展系統所需物件。藉由物件的再使

用(reuse)特性，可增加構模的正確性及速度。

4. 研究方法

本研究之模擬模式之發展應用 UML 之使用案例圖及類別圖進行系統分析，包

括行為及結構分析，程序如圖 4。在應用兩種圖進行分析前，首要需瞭解系統中晶

圓批生產與搬運的行為，與相互運作程度。
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行為分析 結構分析

使用案例圖 (Use Case Diagram) 類別圖 (Class Diagram)

行為邏輯撰寫 系統物件建構

300mm 晶圓廠 模擬模式

行為分析 結構分析

使用案例圖 (Use Case Diagram) 類別圖 (Class Diagram)

行為邏輯撰寫 系統物件建構

300mm 晶圓廠 模擬模式

圖 4 模擬模式發展架構

4.1 系統描述

本研究以國內某大型 300mm 晶圓廠之生產系統及搬運系統為例。由於晶圓製造

包括高達 200~300 道的迴流製程，因此晶圓廠進行機台設施規劃時，先依擴散、薄

膜、黃光、蝕刻、離子植入、研磨等製程，將機台分為六大類，又將功能相同的機

台分成 80~100 的機群。同大類的不同機群多具有製程相依性，機台的擺放原則是將

同機群之機台相鄰外，同類不同群但有製程相依性的機台也置於同加工中心(bay)。

另外，加工中心前端皆設有 1~2 座倉儲(stocker)系統，以作為暫存晶圓批的功能。本

研究對象之晶圓廠之機台設施規劃如圖 5 所示。

圖 5 國內某大 300mm 晶圓廠之生產機台及搬運系統之設施規劃

為了提高機台使用率及達到機台連續生產，視機台特性會將機台載入埠數量之

設計多於(含)2 個，以作為機台備料之用。當一批晶圓加工完，藉機台內部的機械設

備(robot)將其移開製程腔(chamber)，送至自動載入埠(load port)上，以等待搬運至下

一製程機台，並將已在自動載入埠上等候加工的晶圓(備料)送進製程腔中進行加

工。此時備料作法為，再將需加工的下一晶圓批，由他處調運至機台載入埠上等待。

另外，像爐管等批量機台等，除載入埠的設計，機台內部仍需有儲存能力。其內部

暫存區(internal buffer)的設置需依不同的需求而有超過 12 批晶圓容量以上的設計。
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因此晶圓批的儲存或備料位置，應使晶圓盡量靠近機台，以利機台能夠連續加工。

自動化物料搬運系統，就是連結加工中心間(bay-to-bay)與加工中心內(within bay)

的傳輸裝置，及扮演傳遞晶圓的角色。本研究對象之搬運系統，包括有 1 個 interbay

以及 30 個 intrabay 系統。其中 interbay 系統的主體是採用脊椎式(spine)的佈置，而

intrabay 與 interbay 是採軌道直接連接，因此搬運車可藉由控制程式活動於 intrabay

及 interbay 系統間。intrabay 並設有迴轉軌道(intrabay U-turn)，以利於搬運車迴轉進

行 intrabay 系統內(within bay)搬運。搬運車的是採用天井式單軌的 OHT 搬運車，藉

由其具備自動升降的功能，可直接對倉儲及機台進行上下載作業。倉儲運作如圖 6。

OHT

Shelf

OHT
Stocker

Robot crane

Stop Point

S
to

p
P

oi
nt

Interbay track

Intrabay track

In Out

In
O

ut
Intrabay

U-turn track

OHT

Track direction

Connected track

Track direction

圖 6 倉儲系統與搬運車、軌道傳輸間之運作

在搬運作業方面，當晶圓批經過機台多道製程的加工後，會由製造執行系統

(MES)決定此批晶圓下一製程的機群(台)或倉儲，並利用 intrabay 及 interbay 系統的

搬運設備，將晶圓批直接搬運至機台或倉儲。若存放倉儲，待此批晶圓的下一製程

機台提出拉貨需求時，再將晶圓批由倉儲取出，並利用搬運設施搬運至機台。

4.2 系統分析

4.2.1 行為分析：使用案例圖(Use Case Diagram)

根據使用案例圖之分析找出行為者 (actor)包括：晶圓批 (FOUP)、搬運車

(vehicle)、機台(machine)、倉儲(stocker)、軌道系統(track system)；使用案例包括：

晶圓批搜尋機台、晶圓批搜尋搬運車、晶圓批搜尋倉儲、機台搜尋晶圓批、搬運車

搜尋晶圓批、批量加工及批、軌道分流，如圖 7，並輔以使用案例事件流程將使用

案例之程序簡述如表 2。使用案例中所提之法則包括 FSM、FSV、FSS、MSF 及 VSF，

請參考本研究之計畫書。各使用案例的觸發時機，也指出了機台派工與搬運派車的

推式(Push)與拉式(Pull)運作，並由事件”FOUP 完成某加工步驟，由機台送至 Out Put

Port 時”，牽動整個機台派工與搬運派車的運作。如圖 8。
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圖 7 整合派工之使用案例圖

表 2 整合派工之使用案例事件流程
使用案例名稱 FSM (FOUP Search Machine)：晶圓批搜尋機台

行為者 晶圓批、機台、倉儲
目標 晶圓批搜尋並選擇下一步驟之合適之加工機台

主事件流程 1.使用案例發生於(1)當晶圓批由機台加工完某步驟，送至機台 Out Put Port 時；
(2)當多批晶圓批於倉儲中集批完成時。
2.若該晶圓批下步驟之機群"有"機台閒置，依據系統指定的 FSM 法則，指派合
適機台；若"無"機台閒置，該晶圓批在(1)機台 Out Put Port 或(2)仍於倉儲等待。
3.機台指派完成，使用案例結束。

例外事件流程 1.當下一加工步驟之機群若"無"機台閒置，且該晶圓批(a)為高等級產品、(b)下
步驟需批量加工、(c)造成機台 Port 滿載(deadlock)時。
2.啟動使用案例 FSS，本使用案例結束。

使用案例名稱 FSS (FOUP Search Stocker)：晶圓批搜尋倉儲
行為者 晶圓批、機台、倉儲
目標 晶圓批搜尋並選擇合適之倉儲進行儲存

主事件流程 1.使用案例發生於當晶圓批加工完某步驟，送至機台 Out Put Port，且下一加工
步驟之機群"無"機台閒置時；(2)該晶圓批需集批加工時。
2.依據系統指定的 FSS 法則，指派合適之倉儲進行存放。
3.倉儲指派完成，使用案例結束。

使用案例名稱 MSF (Machine Search FOUP)：機台搜尋晶圓批
行為者 晶圓批、機台、倉儲
目標 機台搜尋並選擇合適之晶圓批進行加工

主事件流程 1.使用案例發生於當機台加工完某晶圓批，正處於閒置狀態時。
2.依系統指定的 MSF 法則，指派倉儲或機台上未被指派且合適的晶圓批。
3.晶圓批指派完成，使用案例結束。

使用案例名稱 FSV (FOUP Search Vehicle)：晶圓批搜尋搬運車
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行為者 晶圓批、搬運車、機台、倉儲、軌道系統
目標 晶圓批搜尋並選擇合適之搬運車執行搬運任務

主事件流程 1.使用案例發生於(1)當晶圓批加工完某步驟，送至機台 Out Put Port，且已有指
派之下步驟加工機台或倉儲時；(2)當晶圓批由倉儲內送至倉儲 Out Put Port，
且已被該下步驟加工機台指派時。
2.依據系統指定的 FSV 法則，指派合適之搬運車。
3.當指派之搬運車到達並將晶圓批由 Out Put Port 上載至車時，使用案例結束。

使用案例名稱 VSF (Vehicle Search FOUP)：搬運車搜尋晶圓批
行為者 晶圓批、搬運車、機台、倉儲、軌道系統
目標 搬運車搜尋並選擇合適之晶圓批執行搬運

主事件流程 1.使用案例發生於當搬運車完成某搬運任務，正處於閒置狀態時。
2.依據系統指定的 VSF 法則，指派於(1)機台 Out Put Port 或(2)倉儲 Out Put Port
上，且未被指派之待搬運晶圓批作為下一搬運任務。
3.當搬運車到達所指派之晶圓批所在地並完成上載時，使用案例結束。

使用案例名稱 FB (Form Batch)：批量加工集批
行為者 晶圓批、倉儲
目標 晶圓批於倉儲中進行集批

主事件流程 1.使用案例發生於當晶圓批被送至倉儲，且其下步驟加工需先集批時。
2.依據系統所設定的集批批量(Batch Size)進行集批。
3.當晶圓批集批數量達系統所設定之集批批量時，使用案例結束。

使用案例名稱 TI (Track Intersection)：軌道分流
行為者 晶圓批、搬運車、軌道
目標 搬運車空載或負載行進至 Interbay 及 Intrabay 系統交叉口時，導引正確行進路徑

主事件流程 1.使用案例發生於當搬運車行進至 Interbay 及 Intrabay 系統交叉口時。
2.判斷搬運車有無設定行進目的地，及是否該於此交叉口作軌道切換。
3.導引正確路徑後，使用案例結束。

圖 8 整合派工之推拉(Push & Pull)行為與使用案例之運作
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4.2.2 結構分析：類別圖(Class Diagram)

根據結構圖分析出的類別包括晶圓廠、機台、倉儲、軌道、晶圓批、搬運車。

相關之階層結構及父子類別如圖 9。通常在類別圖中具有聚合(aggregation)關係的類

別，可利用階層架構來構模；具有一般化(generalization)關係的類別，可以繼承方式

構建。根據類別圖所發展出的物件及利用 eM-Plant 建構出之物件及階層關係如表 3。

圖 9 整合派工模擬模式之類別分析圖

表 3 整合派工模擬模式之物件階層關係表

模擬模式物件庫 模擬模式物件庫

level 3 level 2 level 1
功能

eM-Plant
基本物件 level 3 level 2 level 1

功能
eM-Plant
基本物件

FOUP 晶圓批 Entity TTrack
(Machine Track)

機台軌道 Frame

OHT 搬運車 Transp
orter Track 軌道 Track

Fab
(300mm Fab)

晶圓廠 Frame InPort 輸入口 Buffer

Stool
(Serial Machine)

序列機台 Frame OutPort 輸出口 Buffer

InRead 讀取程式 Buffer Interfa
ce

chamber 加工處 Single
Proc

Branch 軌道分流
Conne
ctor
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OutRead 更新資訊 Buffer STrack
(Stocker Track)

倉儲軌道 Frame

BTool
(Batch Machine)

批量機台 Frame Track 軌道 Track

InRead 讀取程式 Buffer InPort 輸入口 Buffer

chamber 加工處 Paralle
lProc OutPort 輸出口 Buffer

OutRead 更新資訊 Buffer Interfa
ce

BackUp1 備管-1 Buffer
Branch 軌道分流

Conne
ctor

BackUp2 備管-2 Buffer LTrack
(Track)

一般軌道 Frame

tube 管 1, 2 Contai
ner Track 軌道 Track

STK
(Stocker)

倉儲 Frame Interfa
ce

crane 存取機 Single
Proc

Branch 軌道分流
Conne
ctor

shelf 儲位 Buffer Source (晶圓批) 來到系統 Source

Drain (晶圓批) 離開系統 Drain

4.3 模擬模式構建

依據類別圖分析構建出之模式如圖 10。另外，再根據使用案例圖之行為分析將

行為邏輯寫入方法(Method)物件中，使機台派工及搬運派車運作得以執行。

5. 結果與討論

本研究根據 UML 所提供的使用案例圖(Use Case Diagram)及類別圖(Class

Diagram)分析系統行為及類別結構，進一步引述系統行為間的推拉(Push & Pull)關

係，以及建構此晶圓廠所需的物件類別。藉由階層架構、繼承、物件再利用等特性，

加快模擬模式的建立。另外，模擬模式的建構，尚須經過模式確認(Validation )及模

式驗證(Verification)兩階段，以確實描述模擬環境與真實系統間的有效性。此確認模

式之正確性為目前正進行的部份。後續即根據計劃書提出的實驗設計進行模擬實

驗，並應用資料挖礦之決策樹技術進行分析，提出因應動態環境下的整合機台派工

與搬運派車運作模式，及提出一套整合式派工及派車策略分析程序。
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圖 10 整合派工模擬模式
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7. 計畫成果自評

本研究之進行為依據原計劃規劃之進度，第一年包括進行文獻回顧、與國內某

大 300mm 晶圓廠之製造部工程師進行系統行為了解及資料搜集，並建構模擬模式。

目前正進行模式之確認(Validation )及驗證(Verification)，預計於七月中完成。後續即

根據計劃書提出的實驗設計進行模擬實驗，並應用資料挖礦之決策樹技術進行分

析，提出因應動態環境下的整合機台派工與搬運派車運作模式，及提出一套整合式

派工及派車策略分析程序。

過去學術上晶圓廠相關機台派工及搬運派車，皆為分開研究之議題，而實務上

多又以達成各別系統(生產或搬運)之較佳績效為出發。但生產與搬運行為是相互影

響，且機台派工優序不一定就是搬運派車的最佳優序。因此本研究成果當能作為實

務上生產及搬運之執行控制面的一個參考，並發表於學術期刊上。


